国家标准《硅片字母数字标志规范》
（送审稿）编制说明
1、 工作简况
1.立项目的和意义
采用激光熔融的方式在硅片表面规定的位置，按照一定的尺寸，以一系列的点或沟槽呈现一组以字母、数字等组成的字符是目前硅片常用的标识。标识的主要目的是提供硅片的规格信息、生产厂家、同时也起到追溯硅片的作用。因此硅片上的标识也可以说是硅片的“身份证”。标识的要求主要是根据用户或者生产厂家的需要，而标识的内容以及字符的尺寸、在硅片上的位置是国际范围通用的规范。随着硅片尺寸越来越大，该项规范的应用也越来越广泛。硅片的标识通常是由专门的设备来完成的，同时也有专门的标识读取设备。因此标识的位置尺寸及内容有着很严格的要求和规定。本标准规定的内容实际上在国内外已经运用多年，本标准根据实际使用情况参照SEMI M13，相继提出制定关于硅片表面标识的两个标准，形成了完整的硅片常用标识的规范。另一个标准YS/T 986-2014《晶片正面字母数字标志规范》作为行业标准已于2014年10月14日颁布，2015年4月1日开始实施。
2.任务来源
根据《关于下达2014年第二批国家标准修制定计划的通知》（国标委综合[2014]89号）的要求，由有研新材料股份有限公司负责制定国家标准《硅片的字母数字标志规范》，计划编号为20141876-T-469。该标准立项名称为《硅片的字母数字标志规范》，考虑到题目中“的”字没有实际意义，因此在编制中将标准名称更改为《硅片字母数字标志规范》。  而标准承担单位“有研新材料股份有限公司现”已更名为“有研半导体材料有限公司”。
3.项目承担单位概况
有研半导体材料有限公司，隶属于北京有色金属研究总院（简称“有研总院”），从上世纪50年代起就进行半导体材料的研究，也是我国最早建立的硅材料研究和生产单位。曾承担了“九五”、“十五”“十一五”期间国家硅材料领域多项重大攻关任务和产业化工程，支撑和带动了国内相关配套产业和技术发展。现已形成具有一系列具有自主知识产权的技术体系和产品品牌，目前主要生产5-8英寸硅单晶及抛光片，并开展了12英寸抛光片的研发和生产。产品可用于集成电路、分立器件、太阳能等多个领域，远销美国、日本、西班牙、韩国、台湾、香港等地，在国内外市场具有较高的知名度和影响力。
 1999年3月，有研总院作为独家发起人设立了“有研半导体材料股份有限公司”，在上海证券交易所挂牌上市，主营半导体材料。2014年3月有研总院决定将主营业务扩展为半导体材料、稀土材料、光电材料、高纯/超高纯金属材料的研究、生产和销售，因此公司名称变更为“有研新材料股份有限公司”。2014年11月，根据有研总院的决定，硅材料板块的全部资产和业务从有研新材料股份有限公司剥离到由有研总院全资控股的“国泰半导体材料有限公司”继续进行硅材料的生产、研发、销售。2015年1月，根据有研总院下属公司的名称规定，国泰半导体材料有限公司正式更名为“有研半导体材料有限公司”。
本标准申请时公司名称为有研新材料股份有限公司，现在公司已正式更名有研半导体材料有限公司。
4.主要工作过程
本项目在下达计划后，专门组织了标准编制小组，进行了激光刻字设备和读取刻字设备、用户要求、相关标准应用方面的调研和收集；在对SEMI M13《硅片字母数字标志规范》充分理解的基础上，结合多年来国内外用户对硅片激光标志的要求和生产实践，编写了本标准草案。

2015年5月，编制组将《硅片字母数字标志规范》草稿发送相关单位征求意见，并根据回复意见修改完成了标准讨论稿。
2015年6月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会组织，在陕西西安召开了《硅片字母数字标志规范》国家标准的第一次工作会，会上对由有研半导体材料有限公司起草的标准进行了逐字逐句的讨论，并提出了宝贵意见。编制组根据会议上各位专家的意见对讨论稿进行修改，形成了征求意见稿。
2015年9月，编制组将《硅片字母数字标志规范》的征求意见稿发送各相关单位征求意见，并在2015年9月由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会组织召开的湖南长沙会议上对《硅片字母数字标志规范》国家标准进行征求意见，具体情况见意见汇总处理表。
编制组根据发函及会议征求的意见对标准材料进行修改形成了送审稿。
5.标准主要起草人及起草工作
张静            工程师     标准的起草
孙燕            高工       协助标准的编写、审核，组织标准起草的各方面工作
边永智          高工       协助标准的起草，提供设备及操作的情况
楼春兰          高工       协助标准的起草，审核。
2、 标准编制原则和确定标准主要内容的依据
1、 编制原则
本标准编制过程中遵循以下原则：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）按照GB/T 1.1国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写；
3）参照SEMI M13-0706《硅片字母数字标志规范》及SEMI M12-0706《晶片正面系列字母和数字标志规范》的内容。
2、确定标准主要内容的依据

本标准为新制定标准，该标准的主要目的是规范硅片表面激光标志，便于统一供需双方的产品需求，有利于和国际先进标准接轨。
本标准与已颁布行标YS/T 986-2014《晶片正面字母数字标志规范》属于系列标准，是目前硅片表面激光标志制备的主要依据。两个标准的主要区别在于标志的字符长度不同，YS/T 986-2014《晶片正面字母数字标志规范》为15位字符，本标准为18位字符。18位字符较15位字符主要增加了在规定字段上对晶片的掺杂剂种类、晶向、电阻率做了规定。虽然已颁布的行标名称上为《晶片正面字母数字标志规范》，但实践中激光标志是刻在晶片的正面还是背面，主要由使用者依据工艺等各方面条件决定，或由生产商与产品的使用者协商决定。近年来，要求18位字符的数量更多于15位字符，且多位于晶片的正面。

该系列标准在名称上虽然有硅片和晶片的区别，但在标准里主要是针对硅片。原因是目前硅片的用量远大于其他晶片，而且目前主要的激光刻字设备也是针对硅片的。对于其他晶片，原则上应用没有问题，主要取决于设备的激光功率是否可以针对其他材料，以及其他材料的直径、厚度等是否可以用于目前的全自动激光刻字的取放片、定位系统。

因为多年来在没有相关国家标准和行业标准的情况下，国内的各硅片生产和使用者都是直接依据SEMI标准进行激光标志的制备和使用。因此在编制该标准时，考虑到各企事业单位的使用习惯，在标准的名称、内容及格式上都尽量与SEMI M12和M13保持一致。

3、 标准水平分析

《硅片字母数字标志规范》目前尚无相应的国际标准、国家标准。本标准达到国际一般水平。

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系
《硅片字母数字标志规范》与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。
5、 重大分歧意见的处理经过和依据。
无。
6、 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。
7、 代替或废止现行有关标准的建议
无。
8、 预期效果
随着本标准的制定和推广，在硅片的采购、生产和使用中，都会更进一步规范，将更加有利于供需双方对产品的确认和加工，减少对激光标志制作和要求上的差异，避免带来质量上的问题，也将有利于硅片进出口贸易。
标准编制小组

                                                             2015年10月
4

